ELECTRONICA

Ensamblajedetarjetas
electronicas SMT

¢Esta aburrido de tomar resistencias con una pinzay sujetarlas en la tarjeta con los dedos
mientras|e aplica un cautin? A continuacion, le mostramos soluciones para lograr calidad y
productividad. El problema consiste en cdmo preparar los componentesy lastarjetas,
instalar los unosen las otras, luego soldarlosy efectuar e control de calidad, todo en forma
comoda, seguray controlable. | ngenierosy emprendedores de nuevos disefios ven limitados
su desarrollo por este problema.

EI ensambl aje de com-

ponentes del tipo SMT
(SurfaceM ount Technology)
y BGA (Bal Grid Array)
tiene bésicamente tres pro-
Cesos:
1. Aplicar soldadura en pasta en
latarjeta: Se puede utilizar un dis-
pensador a aire comprimido (ma-
nual, semiauto-mético o automético)
aplicando punto apunto en cadapis-
ta. Para mayores cargas de produc-
cion se justifican las maquinas
serigréficas (Fig.1), en las que la
soldadura en pasta se aplicacon un raspador atravésde
unaplanchametdlicao stencil, previamente perforadaa
exactitud para cada pista de la tarjeta, logrando la
aplicaciénatodaslaspistasconuniry venir del raspador.
Terminado el proceso de aplicacion debe hacerse una
inspeccién optica. Paratodaslasetapasdeinspecciéonen
el ensamblaje de SMT se puede utilizar un stereomi-
croscopio conmagnificacionesdehasta30x ounsistema
de visién stereoscépico como € clasico Mantis, con
magnificaciones de hasta 20x, €l cua destaca por su
sobresaliente capacidad y ergonomia.
2. Instalacion del componente en la tarjeta: Se
utiliza una maquina Pick-and-Place (manual,
semiautomaticao automética), laguetoma
‘h (pick) el componente des-
] ; desuenvaseenunalimen-
tador,yluegoloingtda(pla-

L
. = ce) en la ubicacion desea-
v > O da en la tarjeta sobre la
soldadura aplicada en cada
pista.
Los modelos manuales (Fig. 2)

Figura 2.

Figura 1. m"

permiten hacer el pick y €
place con unaboquillaa va-
cio comandada con la mano
del operario, logrando capa-
cidades de hasta 400 cph
(componentes por hora), y
tambiénpuedenincluire dis-
pensador de soldadura en
pasta en su cabezal. Las
semiautométicasson simila-
resalas manuales, pero per-
miten aplicar el software de
disefio de la tarjeta, de tal
formaguelaméaquinavaindi-
cando al operario en cud alimentador debe tomar €l
componentey encuél coordenadaX-Y delatarjetadebe

instalarlo, logrando capacidades de hasta 800 cph.
Lasautométicas (Fig. 3) reemplazan lamano del opera-
rio por un cabezal automatico, €l cual va a buscar €l
componenteal alimentador, luegoenel trasladoloalinea,
y finalmenteloinstalaenlacoordenadaX-Y deseadade
latarjeta, logrando capacidades desde 3,000 cph hasta

40,000cph.
Cuando se trata de componentes QFPs, de paso muy
fino, y BGAS, los Pick-and-Place automaticos usan un
sistemadevision (Fig. 4) que rechazalos componentes
con pines defectuososy alinea el componente respecto
de la tarjeta. Terminado el Pick-and-Place, debe
ot inspeccionarselacaorrectainstalacion
de los componentes.

] + 3. Reflowdelasoldadura: Lue-
go se sueldan los pines del
e componenteinstaladosenci-
T . - ma de cada soldadura sobre
cada pistade latarjeta. Para
Figura5. e es0 se utilizaun Horno de Reflow
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Figura 4.

(Refusion), d cual pue-
de ser de tipo Batch
(Fig. 5) parabajacar-
gadeproducciéon ode
tipo Conveyor Conti-
nuo (Fig.6) parama-
yorescargas. Actualmente, seutilizan
los de 100% conveccién de aire ca-
liente (Fig. 7) para lograr la calidad
requerida con la soldadura libre de
plomo. La soldadura es un proceso
térmico fundamental para que poste-
riormente la tarjeta sea capaz de re-
sistir golpesy vibraciones propios de
las condiciones reales de trabajo, y
conservar lafuncionalidad desudise-
fio. Por gjemplo, lasvibracionesdeun
tacografo en un vehiculo motorizado
en camino de tierra.
Sellama“Zonade Control de Pro-
ceso” a rango de temperatura de
lasoldaduraenel horno cuyomini-
mo evita la soldadura friay cuyo
maximoevitael exceso dematerial
intermetalicoy laconsiguiente de-
bilidad mecanicadelaunion.
Terminado € proceso del reflow
deben inspeccionarse las soldadu-
ras y, s es necesario, hacer los
retoquesdesoldaduraconuncautin
a temperatura controlada.

Puestaa Puntoy Control deCalidad

Para poner a punto las curvas de calentamiento de un
hornoreflow, y como partedel circulo deaseguramiento
decalidad “producir -> inspeccionar/medir -> clasificar
-> corregir -> producir”, esfundamental unaadecuada
inspeccion opticade la soldadura. En el caso de BGAS,
se utilizan maguinas de Rayos X para inspeccion de
puentes de soldadura desde arriba, y equipos de inspec-

Figura 7.

¢ion en 3D paracada punto de solda-
dura

Paraesto Ultimo, destacael ERSAS-
COPE (Fig.8), el cual tambiénpermi-
te inspeccionar los filetes internos y
externos de las soldaduras de pines
de PLCCs, QFPsy bolas de BGAS.
El ERSASCOPE permite comparar
la imagen de la falla detectada con
una gran base de datos, consultar en
susoftwareProblema: Solucionlacau-
sadel defecto delasoldaduray apli-
carle la correccion a proceso de en-
samblgje.

Como control decalidad adicional se
utilizan las [lamadas “ camas de cla-
vos’, las cuaes aplican puntas de
prueba en cada unién
soldada, las miden y
comparan con los va-
lores eléctricos de di-
sefio, rechazando las
uniones gue no los
cumplen. Sin embar-
go, unabuenapuestaa
punto de un horno reflow hace
practicamente innecesaria la
aplicacion de estas camas.
Soloutilizando el equipamiento
adecuado para € ensamblagje
de circuitos impresos, incluso
envolimenesdetamafio proto-
tipos, se pueden lograr resultados confiables que permi-
tan que la electrénica que con tanto esfuerzo se disefio
se plasme en una tarjeta electrénica duradera y que
responda a su funcionalidad hasta en ambientes de
trabgjohostiles. m

Figura 8.
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